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Norme sectionnelle de conception pour les
circuits imprimés organiques rigides

1 CHAMP D'APPLICATION

Cette norme établit les exigences spécifiques pour la conception des circuits imprimés organiques rigides.

L'aperçu suivant décrit quelles sont les connaissances et les compétences de base qui permettent de tenir au mieux le rôle de
concepteur de circuits imprimés en tant que professionnel autonome ou en tant qu'ingénieur exerçant cette responsabilité. Le
concepteur de circuits imprimés d'aujourd'hui doit aborder de nombreuses perspectives pour réussir dans un délai donné, afin
que la première itération de conception fonctionne comme prévu, résumées comme suit :
• Solvabilité de l'empreinte – Compétences en matière de boîtiers complexes
• Intégrité électrique – Performance du signal et de l'alimentation sur toutes les couches
• Faisabilité de la fabrication – Considérations relatives à la conception pour l'excellence (DfX) pour un rendement élevé et

un coût réduit
• Considérations relatives à l'application – Environnement, performance, durée de conservation, etc.
• Le résultat permet d'optimiser le placement des composants, la densité de routage et les performances électriques pour une

conception efficace avec un rendement élevé et une faisabilité de la fabrication sans défaut.

1.1 But Les exigences contenues dans le présent document visent à établir les détails de conception spécifiques qui doivent
être utilisés en conjonction avec la norme IPC-2221 pour produire des circuits imprimés qui fonctionnent comme partie
intégrante d'un matériel électronique fonctionnel.

Les matériaux organiques peuvent être homogènes, renforcés ou utilisés combinés avec des matériaux inorganiques ; les
interconnexions peuvent être simple, double ou multicouche. Cela peut être n'importe quelle combinaison capable de remplir
la fonction physique, thermique, environnementale et électronique.

1.2 Hiérarchie de la documentation La hiérarchie de la documentation doit être conforme à la norme générique IPC-2221.

1.3 Présentation La présentation doit être en accord avec la norme générique IPC-2221.

1.4 Interprétation L’interprétation doit être en accord avec la norme générique IPC-2221.

1.5 Définition des termes La définition de tous les termes utilisés dans ce document doit être en accord avec l’IPC-T-50 et
telle que définie par le paragraphe 1.5.1.

1.5.1 En accord entre l’utilisateur et le fournisseur (AABUS) Un accord bilatéral qui désigne des exigences supplémentaires
ou alternatives qui sont définies entre l'utilisateur et le fournisseur dans la documentation d'achat. Cela inclut, par exemple,
des exigences contractuelles, des modifications de la documentation d'achat ou d’informations sur le plan. Ces accords
peuvent être utilisés pour définir des méthodes, des conditions, des fréquences, des catégories ou des critères d'acceptation
d'un test qui ne sont pas établis par ailleurs.

1.6 Classification des produits La classification des produits doit être conforme à la norme générique IPC-2221 et telle que
définie par le paragraphe 1.6.1.

1.6.1 Type de circuit imprimé Cette norme fournit des informations de conception pour les différents types de circuits
imprimés. Les types de circuit imprimé sont définis ainsi :

Type 1 – Circuit imprimé simple face
Type 2 – Circuit imprimé double face
Type 3 – Circuit imprimé multicouche sans vias borgnes ni enterrés.
Type 4 – Circuit imprimé multicouche avec vias borgnes et/ou enterrés.
Type 5 – Circuit imprimé multicouche à âme métallique sans vias borgnes ni enterrés.
Type 6 – Circuit imprimé multicouche à âme métallique avec vias borgnes et/ou enterrés.
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